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二、说明、目录、图表目录

   电子材料是指在电子技术和微电子技术中使用的材料，包括介电材料、半导体材料、压电与

铁电材料、导电金属及其合金材料、磁性材料、光电子材料、电磁波屏蔽材料以及其他相关

材料。电子材料是现代电子工业和科学技术发展的物质基础，同时又是科技领域中技术密集

型学科。它涉及到电子技术、物理化学、固体物理学和工艺基础等多学科知识。根据材料的

化学性质，可以分为金属电子材料,电子陶瓷，高分子电子、玻璃电介质、云母、 气体绝缘介

质材料，电感器、 绝缘材料、磁性材料、 电子五金件、电工陶瓷材料、 屏蔽材料、 压电晶

体材料、电子精细化工材料、电子轻建纺材料、 电子锡焊料材料、PCB制作材料、其它电子

材料 。

   目前，中国大陆先进电子高端封装市场基本由国外厂商和台湾厂商主导，ASE、Amkor

、SPIL等占据了绝大部分市场份额，中国大陆供货商只有江阴长电、华天科技、通富微电等

少数几家，其市场占有率也少之又少。

   封装测试是集成电路制造的后道工艺，集成电路封装是把通过测试的晶圆进一步加工得到独

立芯片的过程，目的是为芯片的触点加上可与外界电路连接的功能，如加上引脚，使之可以

与外部电路如PCB板连接。同时，封装能够为芯片加上一个&ldquo;保护壳&rdquo;，防止芯片

受到物理或化学损坏。在封装环节结束后的测试环节会针对芯片进行电气功能的确认。

   电子材料的发展为我国电子信息制造业实现从无到有、从小到大的重大转变提供了重要的技

术支撑，为重大工程建设、国防巩固提供了重要保障。

   中企顾问网发布的《2021-2027年中国电子材料市场评估与投资潜力分析报告》共八章。首

先介绍了中国电子材料行业市场发展环境、电子材料整体运行态势等，接着分析了中国电子

材料行业市场运行的现状，然后介绍了电子材料市场竞争格局。随后，报告对电子材料做了

重点企业经营状况分析，最后分析了中国电子材料行业发展趋势与投资预测。您若想对电子

材料产业有个系统的了解或者想投资中国电子材料行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

   本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据

库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场

调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主

要来自于各类市场监测数据库。
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